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Sposéb montazu obuwia bezpodpodeszwowego

Wynalazek dotyczy nowej technologii wytwarzania obuwia w czesci procesu technologicznego dotyczacej
formowania cholewek na kopycie. Znane systemy montazu polegaja na formowaniu cholewek na kopycie przez
zacigganie dolnych brzegédw cholewek iw znany sposéb ich przymocowywanie do brzegdw podpodeszew.
Podpodeszwy w podanych systemach stanowig fundament obuwia i sg jego niezbedna czescia sktadowa.

Sposéb montazu bezpodpodeszwowy, ktéry jest przedmiotem wynalazku, polegajacy na formowaniu
cholewek na kopycie, przebiega nastepujaco: cholewke sktadajaca si¢ z czesci goérnej okrywajacej wierzch stopy
i czesci dolnej przylegajgcej do podeszwowej strony stopy, zszywa sie na bokach w czesci Srédstopia i przedsto-
pia, nastepnie po natozeniu cholewki na kopyto taczy si¢ za pomoca nici oplotowych obie czesci cholewki
w czesci czubka, a nastgpnie w czesci piety, przy czym taczenia czesci cholewki dokonuje sie nieco powyéej
krawedzi ograniczajacej powierzchnie podeszwowej strony stopy. ’

Powyiszy spos6b montazu eliminuje catkowicie stosowanie podpodeszew nie obnizajac wartosci uzytkowej
obuwia, a poprawia jego walory uzytkowe i higieniczne. Wyeliminowany jest réwniez proces éwiekowania dla
uformowania cholewki na kopycie. Obuwie bez podpodeszwy jest lezejsze i bardziej elastyczne.

Na zataczonym rysunku fig. 1 przedstawia przednia cze$¢ obuwia wykonanego systemem montazu wedtug
wynalazku w przekroju poprzecznym oraz fig. 2 — obuwie zwycigciami w czesci czubka i pigty w widoku
z boku. Gérng czes$¢ cholewki 2 okrywajacq wierzch stopy zszywa sie szwem zwartym 1 w czesci $édstopia
i przedstopia z dolng czescia cholewki 3 przylegajacq do strony podeszwowej stopy, a po zszyciu naktada sie na
kopyto, po natozeniu tgczy sie obie czesci za pomoca nici oplotowych 4 w czesci czubka, a nastepnie w czgsci
piety, przy czym tgczenie czeéci cholewki odbywa si¢ nieco powyzej krawedzi ograniczajacej powierzchnie
podeszwowq strony stopy. Dla podniesienia wartosci uzytkowej obuwia na doing cze$é cholewki 3 od zewnatrz
nakleja si¢ podeszwe 5 zobcasem klinowym 6, przy czym obcas przyklejony jest jedng powierzchnig do
podeszwy, adruga do dolnej czesci cholewki. Po wyjeciu kopyta z cholewki, dla podniesienia wygody
w uzytkowaniu, na dolng cze$é cholewki od wewnatrz nakleja sig wysciotke ztozonq z jednej warstwy migkkiej
skory podszewkowej 7 i jednej warstwy pianki poliuretanowej 8. Przyklejanie podeszew, obcaséw i wykoriczenie
obuwia odbywa si¢ znanymi sposobami.

Strong dodatniq sposobu montazu obuwia bezpodpodeszwowego Jest jego dua elastycznosé, wygoda
w uzytkowaniu oraz mata pracochtonno$¢. Z uwagi na prosta konstrukcje i nieskomplikowany proces montazu,
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obuwie moze byé¢ wytwafzane przez osoby przyuczone iw warunkach produkcji naktadczej. Obuwie jest
szczegOlnie przydatne dla celéw turystyki pieszej i dla kierowcéw.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb montazu obuwia bezpodpodeszwowego, polegajacy na formowaniu cholewek na kopycie, znamienny
tym, Ze choiewke sktadajaca sie z czesci gornej okrywajacej wierzch stopy i czesci dolnej przylegajacej do
podeszwowej strony stopy, zszywa si¢ na bokach w czesci $rédstopia i przedstopia, nastepnie po natozeniu
cholewki na kopyto taczy sie za pomoca nici oplotowych obie czesci cholewki w czesci czubka, a nastepnie
w czesci piety, przy czym taczenia czesci cholewki dokonuje sie nieco powyzej krawedzi ograniczajacej
powierzchnie podeszwowej strony stopy.
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